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Technologische Aspekte zuklnftiger
elektronischer Baugruppen

Betrachtung der Verkntpfungen zwischen dem CAD-Design,
der Leiterplattentechnologie, der Baugruppenproduktion und
der Funktion einer elektronischen Baugruppe.
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...eine kleine Reise durch die Zeit...

1948 Die Grundlagen der Leiterplattentechnik
waren wenige Jahre vorher gelegt worden.
Ublich war aber noch lange Zeit die freie
handische Verdrahtung der Komponenten
eines Gerates.

Bildquelle ELEKTRONIKPRAXIS 12-2015

1965 Elektronische Getriebesteuerung.

@ Transistorsteuerung, die das Kuppeln und die
_ manuelle Gangwahl tibernommen hat.

| Entwickelt von Hermann Scholl fir Bosch als
8 Alternative zum Automatikgetriebe.

Bild- und Textquelle ELEKTRONIKPRAXIS 18-2015

2014 MCU eines Controllerboards fur die

. Steuerung einer Industrieanlage.

Die Komponenten der Baugruppe sind in
SMT-Technik ausgefihrt. Die Verbindung der
Bauteile mit der Oberflache der Leiterplatte
wird durch Reflowl6éten hergestellt.
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Entree

Die Konstruktion elektronischer Bau-
gruppen mufd mehr denn je bereits
im Vorfeld des Schaltplan- und CAD-
Designs die Produktion der Leiter-
platten und Baugruppen beachten.

Die technologische Vielfalt der Anwen-
dungen sowie der Variantenreichtum
von Basismaterialien, Lagenaufbauten,
elektronischen Komponenten und Ver-
bindungsstrategien entscheiden tber
die Qualitat und den Preis.

Doch welche Konstruktionsregeln
fihren zu effektiven und bezahlbaren
Geometrien auf der Leiterplatte ?
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Wie ist eine Baugruppe im internationalen Wettbewerb zu bewerten ?
Kénnen wir den Einflu3 der Physik bereits ausreichend beriicksichtigen ?
Kodnnen wir Highspeed-Baugruppen tberhaupt beherrschen ?

w

\

Was kommt...

loT, Industrie 4.0, IT-Sicherheit, Big Data, autonome Systeme, Cloud
Computing, Smart Home, heterogene Netzwerke und kollaborierende
Roboter :

Diese Strategien und Aufgaben sind nur auf der Basis
funktionierender elektronischer Baugruppen mdaglich.
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Das erfordert vorausschauendes Wissen.

Bildguelle Siemens /I
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Vernetzte Spinnenroboter arbeiten zusammen als mobiler 3D-Drucker.
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Schaltplankonstruktion
Bauteillogistik
CAD-Bibliothek
CAD-Design
Leiterplattentechnologie
Basismaterial
Designregeln

Physik

Dokumentation
Baugruppenproduktion

Schulung + Ausbildung

Vom CAD-Layout zur Baugruppe

Das CAD-Layout liefert die Konstruktions-
vorlage fur die Fertigung der Leiterplatte.

Die Bauteilgeometrien werden aus der Biblio-
thek eingeflgt.

Die Verbindungen der Bauteile werden dem
Schaltplan entsprechend geroutet.

Die Leiterplatte ist der Trager der elektri-
schen und mechanischen Komponenten auf
der Baugruppe.

Die Leiterbahnen verbinden die Bauteile mit-
einander. Lagenwechsel werden bei Bedarf
Uber Vias ermaoglicht.

Die Baugruppe sorgt dafir, daf3 die Bauteile
durch geeignete Montagestrategien stabil

: montiert werden kénnen.

Aus den im CAD-Layout virtuell geplanten
Funktionen wir der real einsetzbare Teil eines
komplexeren Gerates oder einer Maschine.
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Layout, Leiterplatte und Baugruppe

Reg el (Layout, Leiterplatte, Baugruppe)

Die Disziplinen CAD-Layouterstellung, Leiterplattenfertigung und
Baugruppenproduktion bedingen sich gleichwertig gegenseitig.

CAD Das CAD-Layout liefert die Fertigungsdokumente ftr
die Produktion der Leiterplatte und der Baugruppe.

Leiterplatte Die Leiterplattentechnologie liefert die Konstruktions-
vorgaben fir die Erstellung des CAD-Layoutes und stellt
die Leiterplatten fiir die Baugruppenproduktion bei.

Baugruppe Die Baugruppentechnologie definiert die Anforderungen
an die Qualitat der Leiterplatte und an die Konstruktion
des Layouts.

\4

Reg el (Formulierung von Designregeln)
Die Formulierung von Designregeln ist nur moéglich Gber die Analyse der

Fertigungsbedingungen fur die Leiterplatten- und Baugruppenproduktion.

Vom CAD-Layout zur Baugruppe
Schaltplankonstruktion
Bauteillogistik
CAD-Bibliothek
CAD-Design
Leiterplattentechnologie
Basismaterial
Designregeln

Physik

Dokumentation
Baugruppenproduktion

Schulung + Ausbildung

Technologische Aspekte zukinftiger Baugruppen

~

\

Technologische Aspekte zukinftiger Baugruppen

[ee]



Schaltplankonstruktion

Constraints

Die Dokumentation der "reinen" Verdrahtung der elektronischen
Komponenten untereinander ist die notwendige Aufgabe eines

Schaltplanes.

Daruber hinaus missen heute
ausfuhrliche Informationen zur
Funktion der Baugruppe bereits
mit dem Schaltplan geklart sein
und dort vorgegeben werden.

Die Zuordnung von Signallayern
zu Powerlayern definiert die
Integritat der Baugruppe.
Impedanz, Stromtragfahigkeit
und Entwarmung mussen er-
mittelt und fur das CAD-Design
verbindlich festgelegt werden.

Das erfordert bereits sehr stabile
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Schaltplan fur "meltemi" (~ LP2010).

Drosseln fir eine breitbandige
jersorgur

..als Sub-D

Reduzierung der Empfindlichkeit
gegen externe Storungen

F —
. || Anpassung an 90 Ohm fiir die
USB-Schnittstelle

Reduzierung der Flankensteilneit

der MPU-Signale

| Stecker fur USB-Enable ﬂ Z 53 [ 1

Quelle Gerhard Eigelsreiter / Unitel 2008

Kenntnis Uber die Leiterplatten- und Baugruppenproduktion.

Vom CAD-Layout zur Baugruppe
Schaltplankonstruktion
Bauteillogistik
CAD-Bibliothek
CAD-Design
Leiterplattentechnologie
Basismaterial
Designregeln

Physik

Dokumentation
Baugruppenproduktion

Schulung + Ausbildung
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